
 

 

บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 

3.1 ขั้นตอนและวธีิการทาํวจัิย 

จากทฤษฎีท่ีไดก้ล่าวถึงในบทท่ี 2 สามารถนาํมาประยุกต์ใช ้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องงานวิจยัคือ ลดลกัษณะบกพร่องของผลิตภณัฑใ์นกระบวนการประกอบแผงวงจร

ไฟฟ้า โดยวิ เคราะห์หาปัจจัยต่าง ๆ ท่ี มีผลต่อกระบวนการประกอบแผงวงจรไฟฟ้ารหัส 

LL0325232XXX 

การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของลกัษณะบกพร่องท่ีเกิดข้ึน ผูว้ิจยัและทีมงานได้

ทาํการกาํหนดขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาํเนินงานแกไ้ข ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 แผนภาพการไหลของขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 

ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลการผลิตของ

ผลิตภณัฑท่ี์เกิดลกัษณะบกพร่อง 

ดาํเนินการปรับปรุง 
และเปรียบเทียบผลการดาํเนินการ 

สรุปผลการดาํเนินการ 
และขอ้เสนอแนะ 

ประเมินและวเิคราะห์หา 
สาเหตุของลกัษณะบกพร่อง 

Cause and Effect Matrix 

FMEA 

 

7QC 

 

Poka-Yoke 

Visual Control 
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3.2 รายละเอยีดขั้นตอนในการดําเนินงาน 
3.2.1 ศึกษาขอ้มูลกระบวนการผลิตของผลิตภณัฑท่ี์เป็นสาเหตุปัจจยัใหเ้กิดลกัษณะบกพร่อง 

และทาํการรวบรวมขอ้มูลลกัษณะบกพร่องต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยนาํเคร่ืองมือ 7QC มาประยกุตใ์ช ้

ทั้งน้ีเลือกศึกษาจาก 

(1) แหล่งขอ้มูลภายนอก คือ เลือกศึกษาจากงานวิจยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถ

นาํมาประยุกต์ใชก้บังานท่ีผูว้ิจยัทาํการศึกษา โดยนาํเทคนิคการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติมา

ประยุกต์ใชเ้พื่อหาสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อผลิตภณัฑ์ และเพื่อเป็นให้พนักงานตระหนักถึงการ

ป้องกนัและตรวจสอบถึงขีดความสามารถในกระบวนการผลิตท่ีแทจ้ริง รวมถึงสามารถพฒันา

ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเ้กิดประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานท่ีดีข้ึน 

(2) แหล่งขอ้มูลภายใน คือ ศึกษาผา่นกระบวนการผลิตท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อคน้หา รวบรวม

สาเหตุและแนวทางในการแกไ้ข โดยการสาํรวจบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลขั้นตอนการทาํงานจริง

ในปัจจุบนัและสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน  

3.2.2 ดาํเนินการประเมินและศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของลกัษณะบกพร่อง โดยผูท่ี้มีความรู้

เฉพาะทางในสายงานกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัตวัอยา่งดงักล่าว  ผา่นการระดมสมอง 

และอาศยัเทคโนโลยเีฉพาะดา้น ดว้ยการนาํแผนผงั C&E Matrix และเทคนิค FMEA มาประยกุตใ์ช ้

เพื่อให้เห็นภาพแต่ละขั้นตอนกระบวนการผลิตท่ีชดัเจน สามารถระบุถึงปัจจยัสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง 

และสามารถเลือกใชห้ลกัการทฤษฎีท่ีสอดคลอ้ง มากาํหนดเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเหมาะสม 

3.2.3 ดาํเนินการปรับปรุงโดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในขั้นตอนก่อนหนา้  พร้อม

เปรียบเทียบผลการดาํเนินการระหวา่งผลก่อนการปรับปรุง  และผลท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงว่าเกิด

การเปล่ียนแปลงหรือเกิดประสิทธิภาพข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 

3.2.4 สรุปผลการดาํเนินการว่ามีทิศทางการเปล่ียนแปลงอยา่งไร โดยลาํดบัขั้นอยา่งเป็นเหตุ

เป็นผลท่ีประกอบกนั  และพร้อมนาํเสนอแนวทางขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป  

 

3.3 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลการผลติของผลติภัณฑ์ทีเ่กดิลกัษณะบกพร่อง 

ผู ้วิจัยได้ทําการศึกษาอุตสาหกรรมการประกอบแผงวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์

อิเลก็ทรอนิกส์จากบริษทัฯ ตวัอยา่ง  ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจให้บริการแบบครบวงจร

ในการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์ (Electronics 

Manufacturing Service: EMS) โดยผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผลิตภณัฑโ์ดยการบนัทึก

และอา้งอิงค่าจาก Check Sheet และระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2555  
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พบว่า ผลิตภณัฑ์แผงวงจรไฟฟ้ารหัส LL0325232XXX เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลผลิตสุทธิท่ีไดจ้าก

กระบวนการผลิต  ซ่ึงหกัการสูญเสียออกทั้งหมด (Yield) อยูท่ี่ระดบั 99.40 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น ซ่ึง

เป็นระดบัท่ีตํ่าท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัผลิตภณัฑอ่ื์น หรือมีความผิดพลาดดา้นคุณภาพ เกิด

ลกัษณะบกพร่องสูงมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัการเกิดลกัษณะบกพร่องของผลิตภณัฑ์อ่ืน ณ 

สถานีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อเตรียมส่งไปยงัลูกคา้ PFQA (Pre-FQA: Final Inspection of 

Production)  ดงัภาพท่ี 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.2 เปอร์เซ็นตแ์สดงผลผลิตท่ีไดข้องผลิตภณัฑ ์LL0325232XXX เม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑอ่ื์น 

ณ การตรวจสอบ PFQA ในช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2555 

 

เม่ือทาํการตรวจสอบไปยงัปริมาณลกัษณะบกพร่องของผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนในระหว่าง

เดือนดงักล่าว  โดยคิดในหน่วยของจาํนวนของเสียต่อลา้นหน่วย DPPM (Defect Parts Per Million) 

จะเห็นวา่ปริมาณลกัษณะบกพร่องท่ีเกิดข้ึนมีค่าเฉล่ียถึง 4,048 DPPM  ดงัภาพท่ี 3.3 
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ภาพที ่3.3 ปริมาณลกัษณะบกพร่อง ณ สถานีการตรวจสอบขั้นตอนสุดทา้ยระหวา่งเดือนมกราคม 

ถึง มิถุนายน 2555 

 

หากพิจารณาเพิ่มเติมต่อไปถึงลกัษณะบกพร่องท่ีพบมากท่ีสุด  จะพบว่าเป็นลกัษณะของ

ช้ินส่วนบนตวัอุปกรณ์บกพร่องไดรั้บความเสียหาย (Component Damaged) รองลงมาคือ ลายวงจร

หลุดออกจากแผงวงจร (Pad Lifted) ตะกัว่ไม่เช่ือมกบัตวัอุปกรณ์ (Non Wetting) ส่วนลกัษณะ

บกพร่องอ่ืน ๆ  คิดเป็น DPPM ท่ีลดหลัน่ลงมา  ดงัภาพท่ี 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.4 สดัส่วนลกัษณะบกพร่องของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX  ในช่วง

เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2555 
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ปัญหาดงักล่าวนั้น  นาํไปสู่ประสิทธิภาพในการผลิตและประสิทธิภาพในการทาํงานท่ี

ลดลง คือ  หน่ึง ดา้นการสูญเสียเวลาในขั้นตอนการทาํงานท่ีมากข้ึน ทาํให้พนกังานตอ้งดาํเนินการ

ผลิต ตรวจสอบการผลิต และตรวจสอบช้ินผลิตภณัฑใ์หม่อีกคร้ัง  สอง ดา้นตน้ทุนการผลิต ไม่วา่จะ

พนกังานท่ีจาํตอ้งทาํงานเพิ่มข้ึน ช้ินส่วนประกอบของผลิตภณัฑท่ี์บริษทัตอ้งใชใ้นการผลิตเพิ่มข้ึน 

และสุดทา้ย แนวโนม้การเกิดการขนส่งผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งล่าชา้ออกไป ไม่ตรงตามแผนกระบวนการ

ผลิตท่ีวางแผนไว ้ และเน่ืองดว้ยตวัเลขทางสถิติของผลิตภณัฑ์ดงักล่าวท่ีเป็นท่ีน่าสนใจ บริษทัฯ 

ตวัอย่างจึงควรวิเคราะห์หาสาเหตุและดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อรักษาผลประกอบการและ

พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  ผูว้ิจยัจึงเลือกเป็นผลิตภณัฑต์วัอยา่งของลกัษณะบกพร่อง

ในการวิจยัคร้ังน้ี 

ในกระบวนการผลิตปกติ  จะมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แผงวงจรไฟฟ้ารหัส 

LL0325232XXX และตน้ทุนการซ่อมแซม  ดงัตารางท่ี 3.1 และ 3.2 

 

ตารางที ่3.1 ปริมาณการผลิตและระยะเวลาการแกไ้ขผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั 

LL0325232XXX 

 

 แผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX 

ปริมาณการผลิต (ช้ินต่อเดือน) 11,750 

ระยะเวลาการแกไ้ขการผลิต (นาทีต่อช้ิน) 5 

 

ตารางที ่3.2 ตน้ทุนในการซ่อมแซมแผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX 

 

 ตน้ทุน (ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

แรงงาน (ต่อชัว่โมง) 2.02 

แผงวงจรไฟฟ้า (ต่อช้ิน) 8.00 

ช้ินส่วนอุปกรณ์สาํรอง (ต่อช้ิน) 1.05 

 

สําหรับลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการ

ผลิตท่ีตรวจพบจากบริษทัฯ ตวัอยา่ง  จะเป็นดงัภาพท่ี 3.5 ถึง 3.9 
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ภาพที ่3.5 ภาพตวัอยา่งลกัษณะบกพร่องของอุปกรณ์ U1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.6 ภาพตวัอยา่งลกัษณะบกพร่องของอุปกรณ์ C5 
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ภาพที ่3.7 ภาพตวัอยา่งลกัษณะบกพร่องของอุปกรณ์ C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.8 ภาพตวัอยา่งลกัษณะบกพร่องของอุปกรณ์ C34 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.9 ภาพตวัอยา่งลกัษณะบกพร่องของอุปกรณ์ U5 

 

3.4 การประเมินและวเิคราะห์หาสาเหตุของลกัษณะบกพร่อง 

ผูว้ิจัยและทีมงานเร่ิมศึกษากระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์แผงวงจรไฟฟ้ารหัส 

LL0325232XXX  ดงัภาพท่ี 3.10  ซ่ึงจะกล่าวโดยละเอียดในลาํดบัต่อไป 

 



 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.10 กระบวนการประกอบผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX 

กระบวนการผลิต 

(PROCESS) 

กระบวนการ SMT (SMT Process) 

กระบวนการประกอบช้ินส่วน B/B 

(B/B Assembly Process) 

 

การทดสอบการทาํงานเบ้ืองตน้ 

(In-Circuit Test: ICT) 

การทดสอบการทาํงานจริง 

(Functional Test: FCT) 

 

กระบวนการ Store (Store Process) 

ลกูคา้ (CUSTOMERS) 

• การตรวจสอบ PFQA 

(PFQA Inspection) 

• การตรวจสอบ FQA (FQA Inspection) 

• ลกูคา้ปลายทาง (End Customer) 

ผลิตภณัฑ ์(OUTPUTS) 

ขอ้กาํหนดความตอ้งการ 

(REQUIREMENTS) 

ณ การตรวจสอบ PFQA ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งมีลกัษณะ

บกพร่องบนตวัอุปกรณ์ท่ีระดบั    DPPM  ≤  2,024 
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หากพิจารณาในขั้นตอนกระบวนการผลิต (Process) ท่ีลงรายละเอียดต่อไป  จะสามารถ

อธิบายไดเ้ป็นขั้นตอนต่อเน่ือง คือ ขั้นตอน Store (Store Process) ขั้นตอน SMT (SMT Process)  

ขั้นตอน BoxBuild (BoxBuild Process: B/B Process) 

สาํหรับขั้นตอน Store (Store Process) จะแยกเป็น 4 สถานี ไดแ้ก่ 

1) ขาเขา้ (Incoming) 

1.1) แยกหีบห่อการบรรจุช้ินส่วนของวตัถุดิบเพื่อเตรียมการตรวจสอบ 

1.2) ทาํการตรวจ AQL และตรวจสอบตวัอยา่งวตัถุดิบ 

1.3) บนัทึกขอ้มูลในระบบ IQA 

1.4) บรรจุหีบห่อวตัถุดิบอีกคร้ัง 

2) การจดัเกบ็ (Store) 

2.1) เกบ็บนัทึกขอ้มูลของวตัถุดิบในระบบ 

2.2) เคล่ือนยา้ยวตัถุดิบเขา้ท่ีชั้นจดัเกบ็ 

2.3) จดัเตรียมวตัถุดิบตามรายการเม่ือมีการจดัสัง่ 

3) เคร่ืองมือเตรียมการ (Kitting) 

3.1) เตรียมวตัถุดิบตามรายการเพื่อคาํสัง่การผลิต 

3.2) จาํแนกวตัถุดิบเพื่อเตรียมการสู่สายพานการผลิต 

4) การจดัเตรียมส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.1) ตรวจสอบวตัถุดิบตามรายการท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2) จดัเตรียมวตัถุดิบสู่สายพานการผลิต 

4.3) จดัเตรียมสายพานการผลิตและวตัถุดิบสู่เคร่ืองจกัร 

ต่อมาขั้นตอน SMT (SMT Process) จะแยกเป็น 8 สถานี ไดแ้ก่ 

1) การลาํเลียงแผงวงจรเขา้สู่กระบวนการผลิต (PCB Loader) 

1.1) แยกหีบห่อ bare PCB จากบรรจุภณัฑห์ลกั 

1.2) ลาํเลียง bare PCB สู่สายพานการผลิต 

2) การพิมพต์ะกัว่บนพื้นผวิแผงวงจร  (Screen Printing) 

2.1) พิมพล์ายฉลุลง bare PCB 

2.2) ทาํสูญญากาศส่วนท่ีเหลือและแนบติดกบั PCB 

2.3) นาํกลอ้งส่องตรวจสอบจุดสญัลกัษณ์บน PCB 

2.4) ทาํความสะอาดพื้นผวิใหป้ราศจากนํ้า 

2.5) แยก PCB ออกจากแม่พิมพ ์
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2.6) เคล่ือนยา้ย PCB ไปยงัเคร่ืองยงิชิพ 

3) เคร่ืองยงิชิพ (Chip Shooter) 

3.1) วางแผน่รองใต ้PCB 

3.2) หวัจ่ายจดัวางชิพบนตาํแหน่ง PCB 

4) การกาํหนดและเลือกวางตาํแหน่ง (Pick and Place) 

4.1) วางแผน่รองใต ้PCB 

4.2) หวัจ่ายกาํหนดเลือกชิพและจดัวางชิพบนตาํแหน่ง PCB 

4.3) ผูค้วบคุมสายพานทาํการวางตวัอุปกรณ์บน PCB 

4.4) ผูค้วบคุมสายพานใชคี้มจดัวางตาํแหน่ง 

4.5) เคล่ือนยา้ย PCBA ไปยงัเคร่ืองหลอมเหลวตะกัว่ 

5) การตรวจสอบ (Inspection) 

5.1) การตรวจสอบ J2 

5.2) ลาํเลียง PCBA ไปยงัแท่นวางผลิตภณัฑ ์

6) เคร่ืองหลอมเหลวตะกัว่ (Reflow Oven) 

6.1) ลาํเลียง PCBA เขา้เคร่ืองหลอมเหลวตะกัว่ 

7) การตรวจสอบหลงัเขา้เคร่ืองหลอมเหลวตะกัว่ 

7.1) เคล่ือนยา้ย PCBA ดว้ยสายพานแบบลาดไปยงั POI 

7.2) เป่าลมทาํความเยน็ให ้PCBA ก่อนทาํการตรวจสอบ 

7.3) ผูต้รวจสอบตรวจสอบ PCBA ดว้ยสายตา 

7.4) สแกน SFDC 

7.5) วาง PCBA บนถาดและลาํเอียงไปยงั AOI ดว้ยรถเขน็ 

8) การตรวจสอบอตัโนมติัดว้ยเคร่ืองจกัร (Automatic Optical Inspection: AOI) 

8.1) ลาํเลียง PCBA เขา้เคร่ืองจกัร AOI 

8.2) AOI ตรวจสอบ PCBA ทุกส่วน 

8.3) นาํ PCBA ออกจากสายพานการผลิตหลงัเสร็จส้ิน 

8.4) สแกน SFDC 

8.5) วาง PCBA บนถาดและลาํเอียงไปยงัสถานีต่อไปดว้ยรถเขน็ 

จากนั้นเขา้สู่ขั้นตอน BoxBuild (BoxBuild Process) จะแยกเป็น 5 สถานี ไดแ้ก่ 

1) สแกน SFDC (Scan SFDC) 

1.1) นาํ PCBA ออกจากกล่อง 
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1.2) สแกน SFDC 

1.3) วาง PCBA ใส่กล่อง 

2) เคร่ืองตดัฉลุ (De-Panel: Perforate) 

2.1) ใชมื้อจบัแผน่บอร์ด 

2.2) ใชคี้มตดัขอบแผน่บอร์ด 

2.3) จดัวางแผน่บอร์ดเป็นชั้น 

3) ติดป้ายฉลาก (Attach Label) 

3.1) ลาํเลียง PCBA สู่สายพานการผลิต 

3.2) ติดป้ายฉลาก 

3.3) ลาํเลียง PCBA กลบัสู่สายพานการผลิต 

4) เคร่ืองทดสอบการทาํงานเบ้ืองตน้ (ICT Tester) 

4.1) ลาํเลียงแผน่บอร์ดไปยงัแผง ICT 

4.2) ทดสอบแผน่บอร์ดดว้ยเคร่ืองทดสอบ ICT 

4.3) จดัวางแผน่บอร์ดบนถาด 

5) เคร่ืองทดสอบการทาํงานจริง (FCT Tester) 

5.1) ลาํเลียงแผน่บอร์ดไปยงัแผง FCT 

5.2) ทดสอบแผน่บอร์ดดว้ยเคร่ืองทดสอบ FCT 

5.3) จดัวางแผน่บอร์ดบนถาด 

เม่ือผา่นกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน จะไดผ้ลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX 

ท่ีสาํเร็จรูป  แต่ลกัษณะบกพร่องของผลิตภณัฑก์เ็กิดข้ึนดว้ย  ทั้งน้ีจะเลือกพิจารณาลกัษณะบกพร่อง

ของผลิตภณัฑ ์ แบ่งเป็นส่วนล่างของผลิตภณัฑแ์ละส่วนบนของผลิตภณัฑ ์ และแบ่งเป็นสัดส่วน

โซนในการตรวจสอบ โดยลกัษณะการแบ่งพ้ืนท่ีสัดส่วนโซนในการตรวจสอบจะแบ่งโดยพยายาม

ไม่ให้มีตวัอุปกรณ์คัน่อยู่ระหว่างโซน  เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบและบนัทึกผล หรือถา้มีตวั

อุปกรณ์ตวัใดคัน่อยูร่ะหว่างโซน จะใหอ้า้งอิงจากตาํแหน่งของตวัอุปกรณ์นั้น ๆ  คือ ถา้ตวัอุปกรณ์

ตวัใดกินตาํแหน่งอยูใ่นโซนใดมากกวา่  ใหถื้อวา่ตวัอุปกรณ์นั้นอยูใ่นโซน ๆ นั้น  ดงัแสดงในภาพท่ี 

3.11 และ 3.12  ตามลาํดบั 
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ภาพที ่3.11 สดัส่วนพื้นท่ีลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั 

LL0325232XXX (ส่วนล่างของผลิตภณัฑ)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.12 สดัส่วนพื้นท่ีลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั 

LL0325232XXX (ส่วนบนของผลิตภณัฑ)์ 

 

โดยเม่ือทาํการตรวจสอบลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์  พบรายละเอียดเป็นดงัตาราง

ท่ี 3.3  และเม่ือพิจารณาลกัษณะบกพร่องดงักล่าวตามสัดส่วนของพ้ืนท่ีผลิตภณัฑ ์ จากตารางท่ี 3.3 

อีกคร้ังจะเห็นไดว้่าสัดส่วนของพื้นท่ีโซน A, B, C, E, F  ตรวจพบลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์

เป็นเปอร์เซ็นตจ์ากสูงท่ีสุดมาตํ่าท่ีสุดตามลาํดบั  ดงัตาราง 3.4 

 

 

 

 

Zone A Zone B Zone C 

Zone D Zone E Zone F 
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ตารางที่ 3.3 เปอร์เซ็นตข์องลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑ์แผงวงจรไฟฟ้ารหัส 

LL0325232XXX 

 

ส่วนของผลิตภณัฑ ์ สดัส่วนพื้นท่ีของผลิตภณัฑ ์ ช้ินส่วนประกอบ จาํนวน เปอร์เซ็นต ์

ส่วนล่าง โซน A U1 136 38.97 

โซน C U5 41 11.75 

โซน B C3 32 9.17 

โซน A C5 24 6.88 

โซน B FB11 17 4.87 

โซน B C16 3 0.86 

โซน B R73 60 17.19 

โซน B J2 11 3.15 

โซน A C67 1 0.29 

โซน A R68 1 0.29 

โซน B C2 1 0.29 

โซน B C42 1 0.29 

โซน B R16 1 0.29 

ส่วนบน โซน E U3 1 0.29 

โซน E J1 17 4.87 

โซน F R46 1 0.29 

โซน E C50 1 0.29 

รวม 349 100 
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ตารางที่ 3.4 การจดัลาํดบัสัดส่วนพ้ืนท่ีของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหัส LL0325232XXX ท่ีพบ

ลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ 

 

สดัส่วนพื้นท่ีของผลิตภณัฑ ์ เปอร์เซ็นตร์วม 

โซน A 46.42 

โซน B 36.10 

โซน C 11.75 

โซน E 5.44 

โซน F 0.29 

 

นอกจากน้ีสามารถอธิบายดว้ยกราฟ Pareto ดงัภาพท่ี 3.13  ซ่ึงจากกราฟสามารถสรุปไดว้่า

สัดส่วนพื้นท่ีโซน A เกิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑ์แผงวงจรไฟฟ้ารหัส 

LL0325232XXX มากท่ีสุด  คิดเป็น 162 ช้ิน จากทั้งหมด 349 ช้ิน  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 46.42 ซ่ึงเม่ือ

รวมกบัโซน B, C และ E แลว้ จะอยูท่ี่ร้อยละ 99.71 ซ่ึงเป็นโซนท่ีผูว้ิจยัและทีมงานจะนาํมาพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.13 แผนภาพ Pareto แสดงลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้า

รหสั LL0325232XXX 

 

เพื่อสามารถวิเคราะห์หาแนวทางดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข ผูว้ิจยัและทีมงานจึงทาํการ

ระดมสมองและลงความเห็นเลือกตาราง C&E Matrix มาประยกุตใ์ชก้บักระบวนการผลิตในขั้นตอน 
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SMT  และขั้นตอน BoxBuild (B/B)  เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่า ณ แต่ละสถานีการผลิตนั้น  ขั้นตอนใดเป็น

สาเหตุทาํใหผ้ลิตภณัฑเ์กิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์มากนอ้ยเพียงใด  ดงัตารางท่ี 3.5 – 3.7 

โดยผูว้ิจยัและทีมงานไดเ้ลือกใช ้โซน A, B, C, E  ท่ีเกิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์

มากท่ีสุด 4 อนัดบัแรก เป็น output ของตาราง  และใชเ้ปอร์เซ็นตค์วามเสียหายของแต่ละโซนเป็น

การจดัลาํดบั output  ตามความสาํคญั คือ 46, 36, 12 และ 5  ตามลาํดบั 

หลงัจากนั้นผูว้ิจยัและทีมงาน จึงกาํหนดรายละเอียดของแต่ละกระบวนการทาํงานเป็น 

input ของตาราง  และร่วมกนักาํหนดคะแนนความสาํคญัของแต่ละ input  ดงัน้ี 

คะแนน 10 : ความเส่ียงสูงท่ีสุด โดยตวัอุปกรณ์อาจเสียหาย และส่งผลต่อตวัแผงวงจร

ทั้งหมด ไม่สามารถเปล่ียนตวัอุปกรณ์ใหม่ได ้และตอ้งท้ิงทั้งแผงวงจร 

คะแนน 9 : ความเส่ียงสูงมาก โดยตวัอุปกรณ์อาจเสียหาย และส่งผลต่อตวัแผงวงจร

ทั้งหมด ไม่สามารถเปล่ียนตวัอุปกรณ์ใหม่ได ้ แผงจงวรไม่สามารถใชง้านไดอี้ก แต่สามารถนาํมา

เป็นแบบในการทาํแท่นรอง (Fixture) ได ้

คะแนน 8 : ความเส่ียงสูง โดยตวัอุปกรณ์อาจเสียหายอยา่งมาก และส่งผลต่อตวัอุปกรณ์

ขา้งเคียง ตอ้งทาํการเปล่ียนตวัใหม่ (ตวัอุปกรณ์ท่ีเสียหายมีราคารวมกนัเกิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

คะแนน 7 : ความเส่ียงสูง โดยตวัอุปกรณ์อาจเสียหายอยา่งมาก และส่งผลต่อตวัอุปกรณ์

ขา้งเคียง ตอ้งทาํการเปล่ียนตวัใหม่ (ตวัอุปกรณ์ท่ีเสียหายมีราคารวมกนัไม่เกิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

คะแนน 6 : ความเส่ียงปานกลาง โดยตวัอุปกรณ์อาจเสียหาย ตอ้งทาํการเปล่ียนตวัใหม่ 

(ตวัอุปกรณ์ท่ีเสียหายมีราคาเกิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

คะแนน 5 : ความเส่ียงปานกลาง โดยตวัอุปกรณ์อาจเสียหาย ตอ้งทาํการเปล่ียนตวัใหม่ 

(ตวัอุปกรณ์ท่ีเสียหายมีราคาไม่เกิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

คะแนน 4 : ความเส่ียงตํ่า โดยตวัอุปกรณ์อาจเสียหาย สามารถซ่อมท่ีตวัอุปกรณ์เดิมได ้

(ตวัอุปกรณ์มีลกัษณะพิเศษ  ทาํให้ซ่อมแซมยาก เช่น  IC ท่ีขาอุปกรณ์มีระยะห่างกนันอ้ยกว่า

มาตรฐาน) 

คะแนน 3 : ความเส่ียงตํ่า  โดยตวัอุปกรณ์อาจเสียหายสามารถซ่อมท่ีตวัอุปกรณ์เดิมได ้

(ตวัอุปกรณ์ซ่อมแซมไดไ้ม่ยาก) 

คะแนน 2 : ความเส่ียงเลก็นอ้ย โดยตวัอุปกรณ์อาจมีเพียงแค่ร่องรอยขีดข่วน ท่ีสามารถ

ยอมรับไดต้ามมาตรฐาน  แต่ไม่ควรเกิดข้ึนอีก (Process indicator) 

คะแนน 1 : ความเส่ียงเลก็นอ้ย โดยตวัอุปกรณ์อาจมีเพียงแค่ร่องรอยขีดข่วน ท่ีสามารถ

ยอมรับไดต้ามมาตรฐาน 

คะแนน 0 : ไม่มีความเส่ียงต่อตวัอุปกรณ์ 
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กระบวนการ 

SMT (PCB 

ส่วนล่าง) 

รายละเอยีดของกระบวนการทํางาน 
โซน A 

(46) 

โซน B 

(36) 

โซน C 

(12) 

โซน E 

(5) 

ผลรวม

ย่อย 

ผลรวม

ทั้งหมด 

สถานีการ

ลาํเลียงแผงวงจร

เขา้สู่สายพาน 

(PCB Loader) 

แยกหีบห่อ bare PCB จากบรรจุ

ภณัฑห์ลกั 0 0 0 0 0 
0 

ลาํเลียง bare PCB สู่สายพานการผลิต 0 0 0 0 0 

สถานีการพิมพ์

ตะกัว่บนพื้นผวิ

แผงวงจร  

(Screen 

Printing) 

พิมพล์ายฉลุลง bare PCB 0 0 0 0 0 

0 

ทาํสุญญากาศส่วนท่ีเหลือและแนบ

ติดกบั PCB 
0 0 0 0 0 

นาํกลอ้งส่องตรวจสอบจุดสัญลกัษณ์

บน PCB 
0 0 0 0 0 

ทาํความสะอาดพ้ืนผวิใหป้ราศจากนํ้า 0 0 0 0 0 

แยก PCB ออกจากแม่พิมพ ์ 0 0 0 0 0 

เคล่ือนยา้ย PCB ไปยงัเคร่ืองยงิชิพ 0 0 0 0 0 

สถานีเคร่ืองยงิชิพ 

(Chip Shooter) 

วางแผน่รองใต ้PCB 0 0 0 0 0 
0 

หวัจ่ายจดัวางชิพบนตาํแหน่ง PCB 0 0 0 0 0 

สถานีการ

กาํหนดและ

เลือกวาง

ตาํแหน่ง 

(Pick&Place) 

วางแผน่รองใต ้PCB 0 0 0 0 0 

188 

หวัจ่ายกาํหนดเลือกชิพและจดัวางชิพ

บนตาํแหน่ง PCB 
0 0 0 0 0 

ผู ้ควบคุมวางตัวอุปกรณ์บน PCB 

โซน A, B, C 
0 0 0 0 0 

ผู้ ค ว บ คุ ม ใ ช้ คีม จั ด ว า ง ตํ า แ ห น่ ง

อุปกรณ์โซน A, B, C 
2 2 2 0 188 

เ ค ล่ื อ น ย้า ย  PCBA ไ ป ยัง เ ค ร่ื อ ง

หลอมเหลวตะกัว่  
0 0 0 0 0 

สถานีเคร่ือง

หลอมตะกัว่ 

(Reflow Oven) 

ลาํเลียง PCBA ไปยงัแท่นวางผลิตภณัฑ์

ผา่นสายพาน 
0 0 0 0 0 

0 

ลาํเลียง PCBA เขา้เคร่ืองหลอมตะกัว่ 0 0 0 0 0 

 

ตารางที ่3.5 C&E Matrix สาํหรับกระบวนการ SMT (ส่วนล่างของผลิตภณัฑ)์ 
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ตารางที ่3.5 (ต่อ) 

 

กระบวนการ 

SMT (PCB 

ส่วนล่าง) 

รายละเอยีดของกระบวนการทํางาน 
โซน A 

(46) 

โซน B 

(36) 

โซน C 

(12) 

โซน E 

(5) 

ผลรวม

ย่อย 

ผลรวม

ทั้งหมด 

สถานีการ

ตรวจสอบหลงั

เขา้เคร่ือง

หลอมเหลว

ตะกัว่ (Post-

Oven 

Inspection) 

เคล่ือนยา้ย PCBA ดว้ยสายพาน

แบบลาดไปยงั POI 
0 0 0 0 0 

693 

เป่าลมทาํความเยน็ให ้PCBA ก่อน

ทาํการตรวจสอบ 
0 0 0 0 0 

ผูต้รวจสอบตรวจสอบ PCBA ดว้ย

สายตา 
0 0 0 0 0 

สแกน SFDC 0 0 0 0 0 

วาง PCBA บนถาดและลาํเอียงไป

ยงั AOI ด้วยรถเข็น 
7 7 7 7 693 

สถานีการ

ตรวจสอบ

อตัโนมติัดว้ย

เคร่ืองจกัร 

(AOI) 

ลาํเลียง PCBA เขา้เคร่ืองจกัร AOI 0 0 0 0 0  

 

 

693 

AOI ตรวจสอบ PCBA ทุกส่วน 0 0 0 0 0 

นาํ PCBA ออกจากสายพานการ

ผลิตหลงัเสร็จส้ิน 
0 0 0 0 0 

สแกน SFDC 0 0 0 0 0 

วาง PCBA บนถาดและลาํเอียงไป

ยงัสถานีต่อไปด้วยรถเข็น 
7 7 7 7 693 
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ตารางที ่3.6 C&E Matrix สาํหรับกระบวนการ SMT (ส่วนบนของผลิตภณัฑ)์ 
 

กระบวนการ 

SMT (PCB 

ส่วนบน) 

รายละเอยีดของกระบวนการทํางาน 
โซน A 

(46) 

โซน B 

(36) 

โซน C 

(12) 

โซน E 

(5) 

ผลรวม

ย่อย 

ผลรวม

ทั้งหมด 

สถานีการ

ลาํเลียงแผงวงจร

เขา้สู่สายพาน 

(PCB Loader) 

แยกหีบห่อ bare PCB จากบรรจุ

ภณัฑห์ลกั 
0 0 0 0 0 

0 
ลาํเลียง bare PCB สู่สายพานการ

ผลิต 
0 0 0 0 0 

สถานีการพิมพ์

ตะกัว่บนพื้นผวิ

แผงวงจร  

(Screen 

Printing) 

พิมพล์ายฉลุลง bare PCB 0 0 0 0 0 

0 

ทําสุญญากาศส่วนท่ีเหลือ  และ

แนบติดกบั PCB 
0 0 0 0 0 

นาํกลอ้งส่องตรวจสอบจุดสญัลกัษณ์

บน PCB 
0 0 0 0 0 

ทาํความสะอาดพ้ืนผิวให้ปราศจาก

นํ้า 
0 0 0 0 0 

แยก PCB ออกจากแม่พิมพ ์ 0 0 0 0 0 

เคล่ือนยา้ย PCB ไปยงัเคร่ืองยงิชิพ 0 0 0 0 0 

สถานีเคร่ืองยงิชิพ 

(Chip Shooter) 

วางแผน่รองใต ้PCB 0 0 0 0 0 
0 

หวัจ่ายจดัวางชิพบนตาํแหน่ง PCB 0 0 0 0 0 

สถานีการ

กาํหนดและ

เลือกวาง

ตาํแหน่ง 

(Pick&Place) 

วางแผน่รองใต ้PCB 0 0 0 0 0 

10 

หวัจ่ายกาํหนดเลือกชิพและจดัวาง

ชิพบนตาํแหน่ง PCB 
0 0 0 0 0 

ผูค้วบคุมวางตวัอุปกรณ์บน PCB 

โซน E 
0 0 0 0 0 

ผู้ควบคุมใช้คีมจัดวางตําแหน่ง

อุปกรณ์ โซน E 
0 0 0 2 10 

เคล่ือนย้าย PCBA ไปยังเคร่ือง

หลอมตะกัว่  
0 0 0 0 0 
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กระบวนการ 

SMT (PCB 

ส่วนบน) 

รายละเอยีดของกระบวนการทํางาน 
โซน A 

(46) 

โซน B 

(36) 

โซน C 

(12) 

โซน E 

  (5) 

ผลรวม

ย่อย 

ผลรวม

ทั้งหมด 

สถานีเคร่ือง

หลอมตะกัว่ 

(Reflow Oven) 

พนักงานลําเลียง PCBA ไปยัง

แท่นวางผลติภัณฑ์ 
3 1 1 0 186 

186 
ลําเลียง PCBA เข้าเคร่ือง

หลอมเหลว 
0 0 0 0 0 

สถานีการ

ตรวจสอบหลงั

เขา้เคร่ือง

หลอมเหลว

ตะกัว่ (Post-

Oven 

Inspection) 

เคล่ือนยา้ย PCBA ดว้ยสายพาน

แบบลาดไปยงั POI 
0 0 0 0 0 

 

693 

เป่าลมทําความเย็นให้ PCBA 

ก่อนทาํการตรวจสอบ 
0 0 0 0 0 

ผูต้รวจสอบตรวจสอบ PCBA 

ดว้ยสายตา 
0 0 0 0 0 

สแกน SFDC 0 0 0 0 0 

วาง PCBA บนถาดและลําเอยีง

ไปยงั AOI ด้วยรถเข็น 
7 7 7 7 693 

สถานีการ

ตรวจสอบ

อตัโนมติัดว้ย

เคร่ืองจกัร 

(AOI) 

ลาํเลียง PCBA เขา้เคร่ืองจกัร 

AOI 
0 0 0 0 0 

 

 

 

693 

AOI ตรวจสอบ PCBA ทุกส่วน 0 0 0 0 0 

นาํ PCBA ออกจากสายพานการ

ผลิตหลงัเสร็จส้ิน 
0 0 0 0 0 

สแกน SFDC 0 0 0 0 0 

วาง PCBA บนถาดและลําเอยีง

ไปยงัสถานีต่อไปด้วยรถเข็น 
7 7 7 7 693 

ตารางที ่3.6 (ต่อ) 
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ตารางที ่3.7 C&E Matrix สาํหรับกระบวนการ BoxBuild 

 

กระบวนการ 

BoxBuild 

รายละเอยีดของกระบวนการ

ทาํงาน 

โซน A 

(46) 

โซน B 

(36) 

โซน C 

(12) 

โซน E 

(5) 

ผลรวม

ย่อย 

ผลรวม

ทั้งหมด 

สถานีสแกน 

SFDC (Scan 

SFDC) 

นาํ PCBA ออกจากกล่อง 0 0 0 0 0 

693 สแกน SFDC 0 0 0 0 0 

วาง PCBA ใส่กล่อง 7 7 7 7 693 

สถานีเคร่ืองตดั

ฉลุ (De-Panel: 

Perforate) 

นาํ PCBA ออกจากกล่อง 0 0 0 0 0 

777 
ใชมื้อจบัแผน่บอร์ด 0 0 0 0 0 

ใช้คมีตดัขอบแผ่นบอร์ด 8 8 8 0 752 

จัดวางแผ่นบอร์ดเป็นช้ัน 0 0 0 5 25 

สถานีติดป้าย

ฉลาก (Attach 

Label) 

ลาํเลียง PCBA มายงัโตะ๊ติด

ป้ายฉลาก 
0 0 0 0 0 

0 
ติดป้ายฉลาก 0 0 0 0 0 

ลาํเลียง PCBA  ไปยงัสถานี ICT  0 0 0 0 0 

สถานีเคร่ือง

ทดสอบการ

ทาํงานเบ้ืองตน้ 

(ICT Tester) 

พนักงานลาํเลยีง PCBA สู่

สายพานการผลติ 
5 5 5 5 495 

990 

วาง PCBA บนแท่นวาง 0 0 0 0 0 

กด S.W  และเล่ือนฝาลง 0 0 0 0 0 

ทดสอบแผน่บอร์ดดว้ยเคร่ือง

ทดสอบ ICT 
0 0 0 0 0 

เล่ือนฝาข้ึน  เม่ือทาํการทดสอบ

เสร็จ 
0 0 0 0 0 

พนักงานลาํเลยีง PCBA กลบัสู่

สายพานการผลติ 
5 5 5 5 495 
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ตารางที ่3.7 (ต่อ) 

 

กระบวนการ 

BoxBuild 

รายละเอยีดของกระบวนการ

ทาํงาน 

โซน A 

(46) 

โซน B 

(36) 

โซน C 

(12) 

โซน E 

(5) 

ผลรวม

ย่อย 

ผลรวม

ทั้งหมด 

สถานีเคร่ือง

ทดสอบการ

ทาํงานจริง 

(FCT Tester) 

พนักงานลาํเลยีง PCBA สู่

สายพานการผลติ 
5 5 5 5 495 

1212 

วาง PCBA  บนแท่นวาง 0 0 0 0 0 

นํา PCBA  พร้อมแท่นใส่

ฮาร์ดดิสก์เพือ่ทดสอบ 
3 2 1 0 222 

ทดสอบ PCBA  ดว้ยเคร่ือง

ทดสอบ FCT 
0 0 0 0 0 

นาํ PCBA พร้อมแท่นออกจาก

ฮาร์ดดิสก ์
0 0 0 0 0 

พนักงานลาํเลยีง PCBA กลบัสู่

สายพานการผลติ 
5 5 5 5 495 

 

หมายเหตุ  ลกัษณะการลาํเลียง PCBA ไปยงัสถานีต่าง ๆ  การให้คะแนนจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ 

ดงัน้ี 

(1) ระยะทางระหวา่งสถานี 

(2) วิธีการลาํเลียง PCBA ดว้ยพนกังาน 

(3) วิธีการลาํเลียง PCBA ดว้ยรถเขน็ 

(4) วิธีการลาํเลียง PCBA ดว้ยเคร่ืองผา่นทางสายพาน 

ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัการปฏิบติัในแต่ละสถานี ในท่ีน้ีจะไม่กล่าวรายละเอียดซ่ึงไม่เก่ียวขอ้ง

กบังานวิจยั การใหค้ะแนนจึงมีค่าไม่เท่ากนัตามความเหมาะสมเทียบกบัการทาํงานจริง 

ตวัอยา่งการคาํนวณค่าผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมด จะยกตวัอยา่งของสถานีเคร่ือง

ทดสอบการทาํงานจริง (FCT Tester) 

สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานจริง (FCT Tester) สามารถแบ่งรายละเอียดการทาํงาน

ไดเ้ป็น 6 ขั้นตอน  ดงัน้ี 

(1) ลาํเลียง PCBA สู่สายพานการผลิต เม่ือร่วมกนัพิจารณาผูว้ิจยัและทีมงานไดใ้ห้

คะแนนความสาํคญัในแต่ละโซนไวเ้ท่ากนัหมด  คือ 5 ความเส่ียงปานกลาง  โดยตวัอุปกรณ์อาจ
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เสียหายตอ้งทาํการเปล่ียนตวัใหม่  เน่ืองจากมีสัดส่วนความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใกลเ้คียงกนั และตวั

อุปกรณ์มีราคาไม่เกิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ผลรวมยอ่ยของการทาํงานน้ี คือ (5 x 46) + (5 x 36) + (5 x 12) + (5 x 5) = 495 

(2) วาง PCBA บนแท่นวาง เม่ือร่วมกนัพิจารณาผูว้ิจยัและทีมงานไดใ้หค้ะแนนความสาํคญั

ในแต่ละโซนไวเ้ท่ากนัหมด  คือ 0 ไม่มีความเส่ียงต่อตวัอุปกรณ์ 

ผลรวมยอ่ยของการทาํงานน้ี คือ (0 x 46) + (0 x 36) + (0 x 12) + (0 x 5) = 0 

(3) นาํ PCBA พร้อมแท่นใส่ฮาร์ดดิสกเ์พื่อทดสอบ  เม่ือร่วมกนัพิจารณาผูว้ิจยัและทีมงาน

ไดใ้หค้ะแนนความสาํคญัแต่ละโซน  ดงัน้ี 

โซน A = 3 ความเส่ียงตํ่า โดยตวัอุปกรณ์อาจเสียหาย สามารถซ่อมท่ีตวัอุปกรณ์เดิมได้

ไม่ยาก  เพราะอุปกรณ์ในโซน A ใกลก้บัจุดเสียบใส่ฮาร์ดดิสกม์ากท่ีสุด 

โซน B = 2 ความเส่ียงเลก็นอ้ย โดยตวัอุปกรณ์อาจมีเพียงแค่ร่องรอยขีดข่วน ท่ีสามารถ

ยอมรับไดต้ามมาตรฐานแต่ไม่ควรเกิดข้ึนอีก  เพราะอุปกรณ์โซน B ใกลก้บัจุดเสียบใส่ฮาร์ดดิสก์

รองลงมาจากอุปกรณ์ในโซน A 

โซน C = 1 ความเส่ียงเลก็นอ้ย โดยตวัอุปกรณ์อาจมีเพียงแค่ร่องรอยขีดข่วน ท่ีสามารถ

ยอมรับไดต้ามมาตรฐาน  เพราะอุปกรณ์โซน C ใกลก้บัจุดเสียบใส่ฮาร์ดดิสกร์องลงมาจากอุปกรณ์

ในโซน B 

โซน E = 0 ไม่มีความเส่ียงต่อตวัอุปกรณ์ 

ผลรวมยอ่ยของการทาํงานน้ี คือ  (3 x 46) + (2 x 36) + (1 x 12) + (0 x 5) = 222 

(4) ทดสอบ PCBA ดว้ยเคร่ืองทดสอบ FCT เม่ือร่วมกนัพิจารณาผูว้ิจยัและทีมงานไดใ้ห้

คะแนนความสาํคญัในแต่ละโซนไวเ้ท่ากนัหมด  คือ 0 ไม่มีความเส่ียงต่อตวัอุปกรณ์ 

ผลรวมยอ่ยของการทาํงานน้ี คือ  (0 x 46) + (0 x 36) + (0 x 12) + (0 x 5) = 0 

(5) นาํ PCBA พร้อมแท่นออกจากฮาร์ดดิสก ์  เม่ือร่วมกนัพิจารณาผูว้ิจยัและทีมงานได้

ใหค้ะแนนความสาํคญัในแต่ละโซนไวเ้ท่ากนัหมด  คือ 0 ไม่มีความเส่ียงต่อตวัอุปกรณ์ 

ผลรวมยอ่ยของการทาํงานน้ี คือ  (0 x 46) + (0 x 36) + (0 x 12) + (0 x 5) = 0 

(6) ลาํเลียง PCBA กลบัสู่สายพานการผลิต  เม่ือร่วมกนัพิจารณาผูว้ิจยัและทีมงานไดใ้ห้

คะแนนความสาํคญัในแต่ละโซนไวเ้ท่ากนัหมด คือ 5 ความเส่ียงปานกลาง โดยตวัอุปกรณ์อาจ

เสียหายตอ้งทาํการเปล่ียนตวัใหม่  เน่ืองจากมีสดัส่วนความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใกลเ้คียงกนั 

ผลรวมยอ่ยของการทาํงานน้ี คือ  (5 x 46) + (5 x 36) + (5 x 12) + (5 x 5) = 495 

เพราะฉะนั้น ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ณ สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานจริง (FCT 

Tester)  คือ  495 + 0 + 222 + 0 + 0 + 495 = 1212 



 

 

44 

จากตาราง C&E Matrix ดงัตารางท่ี 3.5 ถึง 3.7 ทาํใหท้ราบถึงปัญหาว่า input ท่ี “วิกฤต” 

จะเกิดมาจากสถานีใดบา้ง  และอยู่ในขั้นตอนไหนของกระบวนการ  ซ่ึงสามารถเรียงความสาํคญั

ของปัญหาจากคะแนนมากไปนอ้ย คือ 

(1) สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานจริง (FCT)   1,212 คะแนน 

(2) สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานเบ้ืองตน้ (ICT)  990 คะแนน 

(3) สถานีตดัฉลุ (De-Panel)     777 คะแนน 

(4) สถานีการสแกน SFDC     693 คะแนน  

(5) สถานีการตรวจสอบอตัโนมติัดว้ยเคร่ืองจกัร (AOI)  693 คะแนน  

(6) สถานีการตรวจสอบหลงัเขา้เคร่ืองหลอมเหลวตะกัว่ (POI) 693 คะแนน 

(7) สถานีเคร่ืองหลอมเหลวตะกัว่ (Reflow Oven)  372 คะแนน 

โดยสถานีท่ี 1-6  เป็นสถานีท่ีมีคะแนนสูงมากกว่าระดบั 500 คะแนน  ซ่ึงเป็นคะแนนท่ี

ผูว้ิจยัและทีมงานไดล้งความเห็นวา่ควรนาํมาพิจารณาแกไ้ข  เพราะอาจเป็นสาเหตุท่ีทาํใหผ้ลิตภณัฑ์

แผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX  เกิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ข้ึน 

ดังนั้ น จึงเลือกศึกษาต่อเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุหลักท่ีแท้จริงด้วยการประเมินผล

กระบวนการผลิตดว้ยเทคนิค FMEA ดงัแสดงในตารางท่ี 3.8 – 3.11  โดยจะพิจารณาเรียงตาม

ขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัของปัญหาจากมากไปนอ้ย  ตามผลจากตาราง C&E Matrix 
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สถานี รายละเอยีดสถานี 

แนวโน้ม

ความ

เสียหาย 

ทีจ่ะเกดิ 

แนวโน้มผลกระทบ 

ทีจ่ะเกดิขึน้ 
Severity 

แนวโน้มสาเหตุ/

ขั้นตอนทีท่าํให้ 

เกดิความเสียหาย 

O

c

c

u

r 

วธีิการ 

ควบคุม

ป้องกนัใน

ปัจจุบนั 

วธีิการ

ตรวจสอบ

ในปัจจุบนั 

D

e

t

e

c 

R

P

N 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 

เคร่ือง

ทด 

สอบ

การ

ทาํงาน

จริง 

(FCT) 

 

 

ลาํเลียง PCBA 

จากสายพาน 

การผลิตสู่ FCT 

เกิดลกัษณะ

บกพร่องบน

ตวัอุปกรณ์

ท่ีโซน A, B, 

C, D, E, F 

- PFQA จะปฏิเสธ 

- สูญเสียเวลาในการ

ผลิตอีกคร้ัง 

- ลม้เหลวท่ีสถานี 

ICT และ FCT 

- ไดผ้ลิตภณัฑ์

จาํนวนนอ้ย 

- ลูกคา้ไม่พอใจ 

9 - ใชมื้อเคล่ือนยา้ย 

PCBA หลายช้ินต่อ

คร้ัง 

- ขณะลาํเลียง PCBA 

จากสายพานการผลิต

สู่ FCT  อาจกระแทก

กบัแผน่รองสายพาน

หรืออุปกรณ์อยา่งอ่ืน 

9 ควบคุมโดย

คู่มือการผลิต 

การ

ตรวจสอบ  

PFQA 

5 3

6

0 

- ใชมื้อเคล่ือนยา้ย 

PCBA 1 ช้ินต่อ

คร้ัง 

- ใชถ้าดหรือ

กล่องรอง PCBA 

ขณะเคล่ือนยา้ย 

45 

ตารางที ่3.8  FMEA ณ สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานจริง 
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สถานี รายละเอยีดสถานี 

แนวโน้ม

ความ

เสียหาย 

ทีจ่ะเกดิ 

แนวโน้มผลกระทบ 

ทีจ่ะเกดิขึน้ 
Severity 

แนวโน้มสาเหตุ/

ขั้นตอนทีท่าํให้ 

เกดิความเสียหาย 

O

c

c

u

r 

วธีิการ 

ควบคุม

ป้องกนัใน

ปัจจุบนั 

วธีิการ

ตรวจสอบ

ในปัจจุบนั 

D

e

t

e

c 

R

P

N 

ข้อเสนอแนะ 

เคร่ือง

ทด 

สอบ

การ

ทาํงาน

จริง 

(FCT) 

นาํ PCBA พร้อม

แท่นใส่ฮาร์ดดิสก ์

เกิดลกัษณะ

บกพร่องบน

ตวัอุปกรณ์ท่ี

โซน A, B, C 

- PFQA จะปฏิเสธ 

- สูญเสียเวลาในการ

ผลิตอีกคร้ัง 

- ลม้เหลวท่ีสถานี ICT 

และ FCT 

- ไดผ้ลิตภณัฑจ์าํนวน

นอ้ย 

- ลูกคา้ไม่พอใจ 

9 PCBA โซน A, B, C 

กาจกระแทกกบั

ฮาร์ดดิสก ์ระหวา่งการ

เช่ือมต่อ 

5 ควบคุมโดย

คู่มือการผลิต 

การ

ตรวจสอบ  

PFQA 

5 2

2

5 

- ใชท่ี้กนักระแทก 

เพื่อป้องกนั PCBA 

กระแทก ระหวา่ง

เช่ือมต่อกบั

ฮาร์ดดิสก ์

ลาํเลียง PCBA 

จาก FCT  สู่

สายพานการผลิต 

เกิดลกัษณะ

บกพร่องบน

ตวัอุปกรณ์ท่ี

โซน A, B, 

C, D, E, F 

9 - ใชมื้อเคล่ือนยา้ย 

PCBA หลายช้ินต่อคร้ัง 

- ขณะลาํเลียง PCBA 

จากสายพานการผลิต 

สู่ FCT อาจกระแทกกบั

แผน่รองสายพานหรือ

อุปกรณ์อยา่งอ่ืน 

8 5 3

6

0 

- ใชมื้อเคล่ือนยา้ย 

PCBA 1 ช้ินต่อคร้ัง 

- ใชถ้าดหรือกล่อง

รอง PCBA  ขณะ

เคล่ือนยา้ย 

ตารางที ่3.8  (ต่อ) 
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สถานี รายละเอยีดสถานี 

แนวโน้ม

ความเสียหาย 

ทีจ่ะเกดิ 

แนวโน้มผลกระทบ 

ทีจ่ะเกดิขึน้ 
Severity 

แนวโน้มสาเหตุ/ 

ขั้นตอนทีท่าํให้ 

เกดิความเสียหาย 

O

c

c

u

r 

วธีิการ 

ควบคุม

ป้องกนัใน

ปัจจุบนั 

วธีิการ

ตรวจสอบ

ในปัจจุบนั 

D

e

t

e

c 

R

P

N 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

เคร่ือง

ทดสอบ

การ

ทาํงาน

เบ้ือง 

ตน้ 

(ICT) 

ลาํเลียง PCBA 

จากสายพาน 

การผลิตสู่ ICT 

เกิดลกัษณะ

บกพร่องบน

ตวัอุปกรณ์ท่ี

โซน A, B, 

C, D, E, F 

- PFQA จะปฏิเสธ 

- สูญเสียเวลาในการ

ผลิตอีกคร้ัง 

- ลม้เหลวท่ีสถานี 

ICT และ FCT 

- ไดผ้ลิตภณัฑจ์าํนวน

นอ้ย 

- ลูกคา้ไม่พอใจ 

9 - ใชมื้อเคล่ือนยา้ย 

PCBA หลายช้ินต่อคร้ัง 

- ขณะลาํเลียง PCBA 

จากสายพานการผลิตสู่ 

ICT  อาจกระแทกกบั

แผน่รองสายพานหรือ

อุปกรณ์อยา่งอ่ืน 

8 ควบคุม

โดยคู่มือ

การผลิต 

การ

ตรวจสอบ  

PFQA 

5 3

6

0 

- ใชมื้อเคล่ือนยา้ย 

PCBA 1 ช้ินต่อ

คร้ัง 

- ใชถ้าดหรือ

กล่องรอง PCBA 

ขณะเคล่ือนยา้ย 

 

ลาํเลียง PCBA 

จาก ICT สู่

สายพานการผลิต 

9 8 5 3

6

0 

ตารางที ่3.9  FMEA ณ สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานเบ้ืองตน้ 
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สถานี รายละเอยีดสถานี 

แนวโน้ม

ความเสียหาย 

ทีจ่ะเกดิ 

แนวโน้มผลกระทบ 

ทีจ่ะเกดิขึน้ 
Severity 

แนวโน้มสาเหตุ/ 

ขั้นตอนทีท่าํให้ 

เกดิความเสียหาย 

O

c

c

u

r 

วธีิการ 

ควบคุม

ป้องกนัใน

ปัจจุบนั 

วธีิการ

ตรวจสอบ

ในปัจจุบนั 

D

e

t

e

c 

R

P

N 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

ตดัฉลุ

(De-

Panel) 

 

ตดัขอบ PCBA ดว้ย

คีมปากนกแกว้ 

แลว้ลาํเลียงไปยงั 

AOI 

เกิดลกัษณะ

บกพร่องบน

ตวัอุปกรณ์ท่ี

โซน A, B, C 

 

 

 

 

 

- PFQA จะปฏิเสธ 

- สูญเสียเวลาในการ

ผลิตอีกคร้ัง 

- ลม้เหลวท่ีสถานี ICT 

และ FCT 

- ไดผ้ลิตภณัฑจ์าํนวน

นอ้ย 

- ลูกคา้ไม่พอใจ 

 

9 คีมกระแทกช้ินส่วน

ผลิตภณัฑบ์ริเวณโซน A, 

B, C ขณะเตรียมฉลุ

ระหวา่ง PCBA และแถบ 

PCB 

 

 

 

 

9 ควบคุมโดย

คู่มือการผลิต 

การ

ตรวจสอบ  

PFQA 

5 4

0

5 

- ขยายแท่นรอง

สาํหรับการตดัฉลุ

ขอบ PCBA ใน

แนวตั้ง 

- ใชท่ี้เจาะรูทดแทน

คีมสาํหรับการตดั 

ฉลุขอบ PCBA 

ในแนวนอน 

ลาํเลียง PCBA สู่

สายพานการผลิต 

 

เกิดลกัษณะ

บกพร่องบน

ตวัอุปกรณ์ท่ี

โซน D, E, F 

7 

 

ขณะลาํเลียง PCBA ไป

ยงัสายพานการผลิตอาจ

กระแทกกบัแผน่รอง

สายพานหรืออุปกรณ์

อยา่งอ่ืน 

3 

 

5 

 

1

0

5 
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ตารางที ่3.10  FMEA ณ สถานีตดัฉลุ 
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สถานี รายละเอยีดสถานี 

แนวโน้ม

ความ

เสียหาย 

ทีจ่ะเกดิ 

แนวโน้มผลกระทบ 

ทีจ่ะเกดิขึน้ 
Severity 

แนวโน้มสาเหตุ/

ขั้นตอนทีท่าํให้ 

เกดิความเสียหาย 

O

c 

c 

u 

r 

วธีิการ 

ควบคุมป้องกนั

ในปัจจุบนั 

วธีิการ

ตรวจสอบ

ในปัจจุบนั 

D

e

t

e

c 

R

P

N 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

สแกน 

SFDC 

 

ตรวจสอบ

อตัโนมติั 

(AOI) 

 

ตรวจสอบ

หลงัเขา้

เคร่ือง

หลอมเหลว 

(POI) 

จดัวาง PCBA ใน

กล่อง จากนั้นนาํ

กล่องใส่รถเขน็

เพื่อส่งต่อไปยงั

สถานีต่อไป 

เกิดลกัษณะ

บกพร่องบน

ตวัอุปกรณ์

ท่ีโซน A, B, 

C, E 

- PFQA จะปฏิเสธ 

- สูญเสียเวลาในการ

ผลิตอีกคร้ัง 

- ลม้เหลวท่ีสถานี 

ICT และ FCT 

- ไดผ้ลิตภณัฑ์

จาํนวนนอ้ย 

- ลูกคา้ไม่พอใจ 

 

8 ช่องวา่งระหวา่งชั้น

วาง PCBA ในกล่อง

แคบ 

8 ไม่มี การ

ตรวจสอบ

ทางสายตา 

ณ สถานี 

POI, 

PFQA, 

FQA 

5 3

2

0 

- ขยายขนาด

ช่องวา่งในกล่อง

สาํหรับแต่ละช่อง

วาง PCBA จาก 2 

ช่อง เป็น 3 ช่อง 

ต่อ  PCBA 

- เพิ่มแถบสีเพื่อ

ระบุถึงช่องวางทาํ

ใหจ้ดัวาง PCBA 

ง่ายข้ึน 

- ปรับขอ้มูล PI 

เพื่อการจดัวาง 

PCBA 

 

 

 

 
ตารางที ่3.11  FMEA ณ สถานี SFDC  สถานี POI และสถานี AOI 
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เม่ือประเมินผลกระบวนการผลิตดว้ยเทคนิค FMEA  ในการหาสาเหตุหลกัท่ีแทจ้ริงจาก

ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตจริง  ดงัแสดงในตารางท่ี 3.8 – 3.11 แลว้  ทาํใหท้ราบว่ารายละเอียด

ขั้นตอนการผลิตท่ีมีโอกาสเส่ียงทาํให้เกิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑแ์ผงวงจร

ไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX  คือ 

(1) ขั้นตอนการลาํเลียงช้ินส่วนเขา้เคร่ืองทดสอบ FCT ณ สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงาน

จริง 

(2) ขั้นตอนการลาํเลียง PCBA  ณ สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานเบ้ืองตน้ 

(3) ขั้นตอนการใชคี้มสมัผสักบัช้ินส่วนอุปกรณ์ ณ สถานีตดัฉลุ 

(4) ขั้นตอนการลาํเลียง PCBA เขา้สู่กล่องและลาํเลียงออกจากกล่อง ณ สถานีการสแกน 

SFDC สถานีการตรวจสอบหลงัเขา้เคร่ืองหลอมเหลวตะกัว่ (POI) และสถานีการตรวจสอบอตัโนมติั

ดว้ยเคร่ืองจกัร (AOI) 

โดยผูว้ิจยัและทีมงานไดท้าํการแยกรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน  ดงัน้ี 

สําหรับสถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานจริง  ตรวจพบว่ามีโอกาสเส่ียงท่ีทาํให้เกิด

ลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ คือ  PCBA อาจเกิดการกระแทกก่อนและหลงัการทดสอบเน่ืองจาก

การจดัเรียงบอร์ดท่ีไม่ไดม้าตรฐาน  และขณะลาํเลียง PCBA จากสายพานการผลิตอาจกระแทกกบั

แผน่รองสายพานหรืออุปกรณ์อยา่งอ่ืน  ตามภาพท่ี 3.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.14 ลกัษณะการจดัเรียงบอร์ด ณ สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานจริง 

 

ต่อมา ณ สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานเบ้ืองตน้ พบว่า ผูค้วบคุมใชมื้อหยบิจบับอร์ด

หลายช้ินเพื่อนาํไปทดสอบยงัเคร่ืองจกัร ICT  ฉะนั้นมีโอกาสเส่ียงท่ีทาํใหเ้กิดลกัษณะบกพร่องบน

ตวัอุปกรณ์ได ้ ตามภาพท่ี 3.15 
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ภาพที ่3.15 ลกัษณะการทาํงานของผูค้วบคุม ณ สถานีเคร่ืองทดสอบการทาํงานเบ้ืองตน้ 

 

สถานีต่อมา คือ สถานีตัดฉลุ ท่ีแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นส่วน ๆ นั้ น  เม่ือใช้ FMEA 

ตรวจสอบแลว้พบว่า  เม่ือผูค้วบคุมงานใชคี้มปากนกแกว้เจาะฉลุ อุปกรณ์คีมอาจกระแทกกบั

ช้ินส่วนของผลิตภณัฑท์าํใหเ้กิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ได ้ ตามภาพท่ี 3.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.16 อุปกรณ์คีมปากนกแกว้และตาํแหน่ง PCBA กบั PCB ณ สถานีตดัฉลุ 

 

สุดทา้ย ณ สถานีการสแกน SFDC สถานีการตรวจสอบหลงัเขา้เคร่ืองหลอมเหลวตะกัว่ 

(POI) และสถานีการตรวจสอบอตัโนมติัดว้ยเคร่ืองจกัร (AOI)  ตรวจพบว่ากล่องใส่ PCBA ไม่มี

การกาํหนดการจดัวาง PCBA ในแต่ละช่องว่างว่าควรจะห่างกนัเท่าไร  ฉะนั้นอาจเป็นสาเหตุให้ผู ้

ควบคุมงานมีโอกาสจดัวาง PCBA จดัวางไดไ้ม่ถูกตอ้ง  และช่องว่างในการจดัวาง PCBA ท่ีแคบทาํ

ใหต้วัอุปกรณ์มีโอกาสกระแทก  จนเกิดเป็นลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ได ้ ดงัภาพท่ี 3.17 
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ภาพที ่3.17 ลกัษณะกล่องใส่ PCBA ณ สถานีการสแกน SFDC สถานีการตรวจสอบ POI และ

สถานีการตรวจสอบ AOI 

 

จากการประเมินผลและวิเคราะห์สาเหตุของลกัษณะบกพร่องดังกล่าว  จะนําไปสู่

ขั้นตอนการดาํเนินการปรับปรุงและเปรียบเทียบผลการดาํเนินการของการวิจยัคร้ังน้ี  ซ่ึงจะกล่าว

โดยละเอียดในเน้ือหาบทต่อไป 

 

3.5 การดําเนินการปรับปรุงและเปรียบเทยีบผลการดําเนินการ 

เม่ือได้ข้อมูลสาเหตุท่ีเป็นไปได้ของการเกิดลักษณะบกพร่องบนตัวอุปกรณ์ของ

ผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX  จากขั้นตอนการวิจยัในหัวขอ้ท่ี 3.4  ทาํใหเ้ลือก

แนวทางการดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขดว้ยวิธีการ Poka-Yoke, Visual Control และวิธีอ่ืน ๆ พร้อม

เปรียบเทียบผลการดาํเนินการโดยแบ่งออกเป็นขั้นตอน คือ 

3.5.1 การปรับปรุงกล่องใส่ PCBA ในลกัษณะการควบคุมจากการมองเห็น 

3.5.2 การปรับปรุงคู่มือการผลิตในขั้นตอนการลาํเลียง PCBA 

3.5.3 การปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัฉลุ 

จากนั้นทาํการสรุปผลการดาํเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข  ซ่ึงเลือกพิจารณา

ในประเดน็ต่อไปน้ี 

3.5.4 การเกิดลกัษณะบกพร่องบนตวัอุปกรณ์ของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX 

หลงัการดาํเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 
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3.6 การสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จะกล่าวถึงในบทท่ี 5 


